证券代码：688403                                  证券简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001
	投资者关系
活动类别
	☑特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观            ☑电话会议
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称及人员姓名
	北京量化投资管理有限公司 窦长民
北京哲投投资有限公司 林孝山
浙江以太投资管理有限公司 李钧
中财招商投资集团有限公司 郗春萍
多闻投资基金管理（北京）有限公司 何来维
中信证券 王雁玲
东北证券 蔡文清
申万宏源证券 张克
渤海证券 刘成军
光大证券 陈染
个人投资者 刘畅
个人投资者 刘争

	活动时间
	2023年2月1日～2023年2月28日

	活动地点
	线上会议

	上市公司接待
人员姓名
	财务总监 闫柳
总经理助理 奚勰
证券法务部经理 王赞

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、问: 公司在显示驱动芯片封测领域内的竞争对手都有哪些？公司与其相比，竞争优势和劣势分别是什么？如何能在竞争中提升市场占有率和利润水平？
答:公司在显示驱动芯片封装测试行业中的竞争对手主要包括中国台湾上市公司颀邦科技、南茂科技以及中国大陆的颀中科技、通富微电等。
基于在显示驱动芯片封装测试领域的持续深耕，公司在长期的自主研发以及生产实践过程中，积累了微间距驱动芯片凸块制造等大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业内中具有领先地位，拥有较高的技术壁垒。此外，在显示驱动封测领域，公司还具备专业的管理团队优势、全流程统包生产优势、知名客户的资源优势、地理与产业集群优势、细分领域规模优势等竞争优势。劣势则主要是目前公司封测芯片种类较为单一、经营规模相对行业头部企业较小。
公司未来将以客户需求为导向，通过持续研发投入进一步提升综合技术实力，并通过持续扩大规模优势，提高品质和良率，从而力争进一步提升市场占有率。在盈利能力方面，合肥封测基地募投项目已逐步投产并放量，将进一步扩大规模，单位边际成本下降，有助于公司维持主营业务毛利水平；另一方面，公司生产及经营管理能力持续提升，生产人员工艺熟练度、人机磨合度随着产量提升持续提高，良率始终维持在相对较高水平，凭借公司良好的管理能力，各制程的单位成本将维持在较低的合理区间，公司可以继续保持和提升利润水平。
2、问: 国内领先封测企业长电科技与通富微电积极布局Chiplet先进封装平台研发，公司在研发端有何规划？
答: Chiplet先进封装技术是凸块制造、Fan-out、3D、SiP等高端先进封装技术的集合，公司掌握的凸块制造技术是Chiplet的基础之一。在研发端，公司将以客户需求为导向，基于凸块制造技术，纵向拓展技术边界，积极布局Fan-out、2.5D/3D、SiP等高端先进封装技术。
3、问: 公司收入来源结构单一，显示驱动芯片封测业务占95%以上，未来有无拓展其他芯片封测业务的计划？
答: 公司核心业务围绕凸块制造技术展开，未来可基于凸块制造技术进行横向和纵向发展，既可以进一步拓展到汽车电子、CIS等领域，又可基于凸块技术进一步拓展到其他领域芯片的封装测试。
公司计划开拓CMOS图像传感器、指纹传感器、射频识别等芯片封测领域，实现铜柱凸块、锡凸块等凸块制造工艺。CMOS影像传感器低功耗、体积小、集成度高等优势明显，并将逐步取代CCD传感器成为市场主导产品。公司将在多摄像头手机的CMOS传感器、安防监控领域CMOS传感器与汽车车载领域CMOS传感器等方面持续开展研发活动并实现产业化。公司在现有凸块制造技术的基础上，已在CMOS影像传感器封装领域形成一定的技术储备。
4、问: 我们的显示驱动芯片封测，在新能源汽车上，有哪些设备在应用，公司是怎么看待，自身产品在新能源汽车上的应用的？
答: 显示驱动芯片在新能源汽车上的主要应用场景包括汽车中控显示屏及仪表盘显示屏，公司正在进行IATF16949汽车质量体系的认证，并与相关客户积极论证车载显示驱动芯片产品在新能源汽车的应用，具体进展请关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）后续披露的相关公告。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2023年3月11日
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